
苏州天脉导热科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

编号：2024-004 

投资者关系活动类别 

☑特定对象调研          □分析师会议 

□媒体采访              □业绩说明会 

□新闻发布会            □路演活动 

□现场参观 

□其他（请文字说明其他活动内容） 

形式 ☑现场       □网上       □电话会议 

参与单位名称及人员姓

名 

第一场 10:30-11:30 

山西证券、海创基金、中欧基金、远海基金、方以投资共 8 人 

 

第二场 15:00-16:00 

广发证券、泓澄投资、东方证券、宏道投资、鑫元基金、广发证券、弘

毅远方基金、和谐汇一共 8 人 

时间 2024 年 11 月 21 日 10:30-11:30、15:00-16:00 

地点 公司会议室 

上市公司接待人员姓名 
董事、财务总监兼董事会秘书：龚才林 

证券事务专员：尹静 

投资者关系活动主要内

容介绍 

公司与投资者交流情况： 

1、问：请简要概述公司主营业务、主要产品的演变情况？ 

答：公司成立于 2007 年，成立之初，公司主要产品为导热界面材

料，由于其核心技术的掌握依赖于长期的研发投入和技术沉淀，在中高

端产品领域技术壁垒较高，市场长期由欧美及日本厂商所垄断。公司自

成立以来，在该领域不断投入技术力量进行配方研发和工艺改进，经过

十余年的持续发展，导热界面材料已发展成为公司的优势产品。公司成

功开发的高导热、低挥发、低出油导热硅胶片等系列产品大量应用于消

费电子、安防监控、汽车电子、通信设备等中高端产品市场。 

2010 年起，以智能手机、平板电脑为代表的消费电子产品迅猛发



展，伴随产品轻薄化、小型化发展所带来的散热需求的增加，消费电子

领域在传统导热界面基础上大量应用石墨散热材料，公司于 2012 年自

主开发人工合成石墨材料并顺利推出市场。 

公司分别自 2014 年、2017 年着手对热管、均温板技术进行研发储

备，该阶段由于市场需求尚不明朗，产品量产难度较高，行业内鲜有涉

足者，但公司基于对电子散热行业趋势的前瞻性预判，坚持在相关领域

进行创新投入与技术积累，储备了大量工艺技术、人才与市场资源。 

随着消费电子产品不断向高性能化、多功能化、薄型化趋势发展，

以智能手机、笔记本电脑、智能投影仪为代表的消费电子产品内部器件

发热量及散热需求显著提升，热管、均温板因其优异的导热性能，被越

来越多的消费电子品牌厂商所采用，渗透率不断提升。公司凭借在热管、

均温板领域多年的积累，以及优异的产品性能和量产能力，在较短的时

间内，快速通过了三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、摩托罗拉、魅族、

极米、罗技等品牌客户的产品认证，进入其供应链体系，实现规模化量

产出货。 

 

2、问：请简要介绍下，在智能手机领域散热产品的应用情况？ 

答：在智能手机领域，根据散热场景热源功耗、散热要求、空间结

构等特点，各类散热产品会被单独或搭配组合使用，传统 4G手机通常

采用“导热界面材料+石墨膜”组合作为散热方案，在 5G手机、中高性

能 4G手机等领域，工作功耗及散热要求相对更高，通常采用“导热界

面材料+石墨膜+热管/均温板”组合或“导热界面材料+热管/均温板”

组合作为散热方案。 

 

3、问：请问公司在热管、均温板领域主要有哪些竞争厂商，公司

是如何实现在消费电子领域的快速渗透？ 

答：在热管和均温板领域，公司的主要竞争对手包括尼得科超众、

双鸿科技、奇鋐科技、深圳垒石、瑞声科技等。 

热管、均温板技术要求较高，批量化生产需要长期的工艺技术和生



产经验的积累。公司是行业内较早进行热管和均温板产品研发和实现规

模化量产的企业之一，凭借在该领域的布局优势，公司产品在较短的时

间内通过了三星、OPPO、vivo、华为、荣耀、摩托罗拉等品牌客户的

认证，实现规模化供货。近年来，公司通过持续的工艺技术改进和生产

自动化投入，不断提升产品生产效率、缩短交付周期、降低生产成本，

使得相关产品市场竞争力不断提升，并推动了热管、均温板产品在消费

电子领域的快速渗透。 

 

4、问：公司目前主要产品的主要原材料分别有哪些？ 

答：公司导热界面材料的主要原材料包括导热粉料、硅油、胶膜等；

石墨膜的主要原材料包括聚酰亚胺膜、胶膜等；热管和均温板的原材料

主要是蚀刻件、铜管、不锈钢原材、铜复合材、铜网等。 

 

5、问：公司IPO募集资金投资项目的情况？ 

答：公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，具体投

资于散热产品生产基地建设项目、新建研发中心项目以及补充流动资

金。其中，散热产品生产基地建设项目将新增 1,000 吨导热界面材料、

1,200 万套散热模组和 6,000 万只均温板（VC）的生产能力，从而满足

下游消费电子、汽车电子、安防监控、通信设备等领域不断增长的市场

需求，进一步提升公司在导热散热领域的行业地位。 

 

6、问：请问公司目前有没有实施股权激励的计划或安排？ 

答：公司在上市前已向公司高级管理人员及核心员工实施了股权激

励，并且公司高级管理人员及核心员工也参与了公司首次公开发行股票

的战略配售。公司将综合考虑经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，

在未来适宜时机实施股权激励计划，完善公司的长效激励约束机制，充

分调动公司员工的积极性。 

关于本次活动是否涉及

应披露重大信息的说明 
无 



附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 11 月 21 日 

 


